
Product Overview
利用 MSPM0 MCU 实现 HVAC 风扇控制设计

在现代社会中，汽车已经是人类最常用的交通工具。暖通空调 (HVAC) 是汽车不可或缺的重要组成部分，它使用

加热或冷却功能将汽车的环境温度保持在舒适的范围内，从而改善乘客体验。

HVAC 系统的复杂性和自动化程度各不相同，具体取决于车辆类型。简单的 HVAC 使用物理旋钮和拨盘来控制环

境温度和风速。复杂的 HVAC 通过多个传感器自动控制环境温度、湿度和空气质量，如图 1 所示。

图 1. 更智能的 HVAC 控制面板

HVAC 系统概述

HVAC 系统由鼓风机、压缩机、蒸发器、加热器、传感器、空气导管和空气阀组成。HVAC 系统的功能是交换空

气，以及在交换空气时改变温度、湿度和空气质量。交换的空气来自鼓风机，由空气阀控制，以便从汽车内部或

外部抽取空气。鼓风机将空气送至蒸发器以降低温度，并将空气送至加热器以升高温度。

在传统的内燃机 (ICE) 车辆中，热源来自 ICE。空气导管和空气阀用于控制低温和高温空气的比例，从而控制送入

车内的空气的温度，进而控制车内的环境温度。在混合动力电动汽车 (HEV) 和电动汽车 (EV) 中，系统中有内部 

PTC 加热器模块用于加热空气。图 2 展示了混合动力汽车/电动汽车中的加热和冷却系统。

图 2. 混合动力汽车/电动汽车中的加热和冷却系统

HVAC 风扇控制模块

HVAC 风扇控制分布在 HVAC 系统中的多个传动器之间。在鼓风机中，需要通过控制风扇速度来控制 HVAC 系统

的进气量。在蒸发器中，需要使用风扇产生额外的气流，以协助完成空气和蒸发器冷芯之间的热交换。汽车 

HVAC 风扇控制模块设计需要：

• 降低 EMI，以优化系统性能。
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• 可扩展电源和通信接口。
• 全面诊断，识别故障和用于保护。

• 高速，更宽的速度范围、高扭矩和低噪声

图 3 展示了汽车 HVAC 风扇控制模块的基本系统方框图。
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图 3. HVAC 风扇控制模块系统方框图

TI 的可扩展 MSPM0 MCU 产品系列采用 Arm® Cortex® -M0+ 内核，最大 CPU 速度为 80MHz，引脚对引脚兼容

的产品系列涵盖 4KB 至 512KB 的闪存存储器，具有可选的模拟集成、多个计时器资源以及适用于汽车应用的 LIN 
和 CAN-FD 接口。这为 HVAC 风扇控制模块设计提供了低功耗、高性能设计。图 4 展示了一个示例。

80-MHz M0+ CPU provides high-performance 

option (optional Math accelerator), 

32-MHz M0+ CPU provides low-cost option

Accurate analog signal measurement 

with 1-Msps or 4-Msps 12-bit ADCs, 

OPAs, and high-speed comparators

Cost effective and pin-to-pin compatible 

options for space constrained designs 

with small footprint package

Connect with other automotive modules 

with I2C, SMBus, SPI, UART (LIN), and 

CAN-FD

Significantly reduce system power 

consumption with lower than 1-µA standby 

current

Wide operating temperature range (-40°C 

to 105/125°C), with AEC-Q100 Grade 1 

qualified options.

MSPM0

图 4. MSPM0 平台特点和优势
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适用于 HVAC 风扇控制模块的 MSPM0 设计

图 5 展示了基于 MSPM0G350x 的 HVAC 风扇控制设计的建议方框图。
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图 5. 用于 HVAC 风扇控制的 MSPM0 平台方框图

MSPM0G350x 在以下应用中的主要特性：

• 具有更高数据处理能力的数学加速器（除法、三角函数、平方函数）
• 适用于具有死区支持的互补 PWM 的高级计时器

• 具有 11.2 ENOB 和 4Msps 采样率的双通道 12 位 SAR ADC
• 内部使用的 8 位 DAC 和 1Msps 12 位缓冲 DAC
• 两个片上零漂移斩波运算放大器 (OPA) 和一个通用放大器

• 三个用于保护的高速比较器
• LIN 或 CAN-FD 接口

资源

立即订购 MSPM0 LaunchPad™ 开发套件 LP-MSPM0G3507，开始评估用于 HVAC 风扇控制的 MSPM0。借助

软件开发套件 (SDK) MSPM0-SDK 和图形代码生成工具 SysConfig 快速开始编码。以下链接提供了其他资源。

• MSPM0 概述页面

• MSPM0 Academy
• MSPM0 LaunchPad 开发套件和资源：

– LP-MSPM0L1306 LaunchPad 开发套件

– 德州仪器 (TI)，MSPM0 L 系列 MCU 硬件开发指南 应用手册。

– LP-MSPM0G 1507 LaunchPad 开发套件

– 德州仪器 (TI)，MSPM0 G 系列 MCU 硬件开发指南 应用手册。
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重要声明和免责声明
TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，
不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担
保。
这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验
证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。
这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。
您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成
本、损失和债务，TI 对此概不负责。
TI 提供的产品受 TI 的销售条款或 ti.com 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 
TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。
TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。IMPORTANT NOTICE
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